TECHNISCHE DATENBLATTER

V9 NO CLEAN LOTPASTE

EIGENSCHAFTEN

©  Geringe Lunkerbildung: bis zu 1 % bei BGAs und <5 %
bei BTCs

© Konsistenter Druck mit einem Flachenverhaltnis <0,66

© Hohe Verlasslichkeit (SIR)

©  Einsetzbar fiir M8

© REACH- und RoHS*-konform

©  Erhaltlich in SAC305 T4

BECHREIBUNG

Die V9 No Clean Lotpaste ist so formuliert, dass bei BGA-,
BTC- und LED-L6tanwendungen nahezu keine Lunker
entstehen. Erhebliche Void-Reduzierung auf allen
Oberflachen, einschlieBlich ENIG, ImSn und OSP, ist
mdoglich. V9 zeigt eine stabile Druckleistung auf fein
strukturierten Bauteilen tUber 12 Stunden. V9-Riickstande
lassen sich nach der Verarbeitung leicht auf Pins testen und
haben hohe SIR-Werte.
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HANDHABUNG & LAGERUNG

Ungeoffnet & Gekiihlt 6 Monate | 0°C-12°C (32°F-55°F)
Ungedtffnet bei Raum- 1 Monat <25°C (< 77°F)
Temperatur
Fugen Sie gebrauchte Paste nicht zu unbenutzter Paste hinzu.
Lagern Sie gebrauchte Paste separat; bewahren Sie
ungebrauchte Paste fest verschlossen mit dem inneren Stopfen
oder der Endkappe auf. Nach dem Offnen ist die Haltbarkeit
der Lotpaste von der Umgebung und der Anwendung
abhangig. Weitere Informationen finden Sie in den AIM-
Richtlinien zur Handhabung von Pasten. Legierung und
Lagerbedingungen kénnen die Haltbarkeit beeinflussen.
Produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem
V9-Analysezertifikat.

REINIGUNG

Pre-Reflow: AIM DJAW-10 entfernt effektiv VV9-Lotpaste von
Schablonen wéhrend des Prozesses. DJAW-10 kann von Hand
aufgetragen oder in der Unterseitenreinigung des Druckers
verwendet werden. DJAW-10 trocknet V9 nicht aus und
verbessert die Ubertragungseigenschaften.  Nicht zu viel
DJAW-10 auftragen. DJAW-10 nicht auf die
Schablonenoberseite auftragen. Isopropanol (IPA) wird fur die
Verarbeitung nicht empfohlen, kann aber zur abschlieRenden
Spiilung der Schablone verwendet werden.

Post-Reflow-Flussmittelriickstande:  V9-Riickstande kdnnen
nach dem Reflow-Prozess auf der Baugruppe verbleiben und
missen nicht gereinigt werden. In Féllen, in denen eine
Reinigung  vorgeschrieben ist, hat AIM eng mit
Industriepartnern zusammengearbeitet, um sicherzustellen,
dass V9-Rickstdnde mit géngigen Reinigungsmitteln effektiv
entfernt werden koénnen. Wenden Sie sich an AIM, um
Informationen zur Reinigungskompatibilitat zu erhalten.

*Alle Informationen dienen nur als Referenz. Sie durfen nicht als Spezifikationen fur eingehende Produkte oder fur die Prozessgestaltung verwendet werden. Far
produktspezifische Informationen konsultieren Sie bitte das Analysenzertifikat.
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REFLOW PROFIL
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Ausfihrliche Profilinformationen finden Sie unter http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements. Fir weitere Informationen

wenden Sie sich bitte an AIM.

DRUCKEN

Parameter

Empfohlene Anfangseinstellungen

Rakel-Druck

0.4 - 0.7kg/25mm

Rakel-Geschwindigkeit

13 — 152 mm/Sekunde

Absprung-Distanz

Auf Kontakt 0.00 mm

PCB Trennungs-Abstand

0.75-2.0 mm

PCB Absprung-Geschwindigkeit

3 - 20 mm/Sekunde

ZUSAMMENFASSUNG TEST-ERGEBNISSE

IPC Flux
Classification

J-STD-004 3.3

IPC Flux

Classification J-STD-004B 3.3

J-STD-004B 3.4.1.1

Copper Mirror IPC-TM-650 2.3.32

Niedrig

J-STD-004B 3.4.1.2

ol IPC-TM-650 2.6.15 PSS

Quantitative J-STD-004B 3.4.1.3 Br: 0.44%

Halides IPC-TM-650 Cl: 0.0%
2.3.28.1 Typical

Qualitative Halides, | J-STD-004B 3.5.1.1 PASS

Silver Chromate IPC-TM-650 2.3.33

Qualitative Halides, TR sl 2

Fluoride Spot IPC-TM-650 PASS
2.3.35.1
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13.00
12.00
11.00
10.00
E 900
All g 500
J-STD- measurement 2 200
Surface 004B s on test S
Insulation 34.14 patterns 6.00
Resistance IPC-TM- exceed 5.00
650 2.6.3.7 100 MQ 4.00
3.00
1 2 3 4 5 6 7
Time, day
Flux Solids, 3054-;[)
Nonvolatile 3491 94.14%
rIi)etermlnatlo IPC-TM- Typical
650 2.3.34
J-STD-
Acid Value 004B 139.03
Determinatio | 3.4.2.2 mgKOH/g
n IPC-TM- Typical
650 2.3.13
J-STD- )
Viscosity | 005A 3.5.1 13%'20;3: s
(Malcom) | IPC-TM- yp
650 2.4.34
J-STD-
Visual 004B PASS
3.4.25
J-STD-
005A 3.6
Slump IPC-TM- PASS
650 2.4.35
J-STD-
004B 3.7.2
Spread Test IPC-TM- PASS
650 2.4.46
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